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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　感熱素子と、前記感熱素子と電気的に接続された一対の金属板と、前記一対の金属板を
保持する保持体とからなり、前記感熱素子が、前記金属板により前記保持体の開口部内の
空間に保持され、前記保持体の開口部にある前記金属板に耐熱性フィルムが配設される非
接触形温度センサ。
【請求項２】
前記感熱素子が、感熱部と、前記感熱部から電気的に接続された接続端子とから構成され
、前記接続端子と前記一対の金属板とが電気的に接続されたことを特徴とする請求項１に
記載の非接触形温度センサ。
【請求項３】
前記金属板の先端には枠状部が形成され、該枠状部に電気的に前記一対の接続端子が接続
されたことを特徴とする請求項２に記載の非接触形温度センサ。
【請求項４】
前記枠状部が、長穴形状に略扁平していることを特徴とする請求項３に記載の非接触形温
度センサ。
【請求項５】
前記耐熱性フィルムに通気孔が設けられていることを特徴とする請求項１乃至４に記載の
非接触形温度センサ。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、非接触形温度センサに関し、特に複写機、プリンタなどの定着装置に使用さ
れる加熱ローラ等の回転体または静止体からなる被検知体表面に接触せずに表面温度を検
知する非接触形温度センサに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の非接触形温度センサの一つとして、例えば本出願人が提案した特開平７
－１５９２５４号公報に記載の非接触形温度センサがある。この非接触形温度センサは、
耐熱性フィルム上に感熱素子を載置し、この耐熱性フィルムを加熱ローラ表面に近接させ
て加熱ローラの対流熱を耐熱性フィルムで吸収して温度を検知する非接触形温度センサで
ある。図８は、従来の非接触形温度センサを示す図であり、（ａ）は、従来の非接触形温
度センサを示す斜視図であり、（ｂ）は（ａ）のＸ－Ｘ線に沿った断面図、（ｃ）は（ａ
）のＹ－Ｙ線に沿った断面図である。
【０００３】
　この非接触形温度センサは、図８に示したように、保持体３と、該保持体３の延在する
部分に形成した開口部４と、前記開口部４に設置し、前記開口部４に嵌合する枠体６によ
って張設固定される耐熱性フィルム５からなる感熱部と、前記耐熱性フィルム５の感熱面
の裏面に載置固定した感熱素子７とからなり、前記感熱素子７のリード線８を保持体３に
配設した外部引出線９に接続してなる非接触形温度センサである。
【０００４】
　この非接触形温度センサは、加熱ローラRから放射された熱を吸収する耐熱フィルム５
が広い開口部４に張設されているので感熱面を実質的に広げることが可能であり、必ずし
も加熱ローラRに感熱素子７を正確に位置するように取り付ける必要はなく、加熱ローラR
との間隙のみ注意して取り付ければ良いので、取り付けが容易であった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平７－１５９２５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記従来の非接触形温度センサは、耐熱フィルムに感熱素子を固定する方法として接着
剤を使用して固定している。
【０００７】
　しかしながら、感熱素子を固定する接着剤の塗布量のばらつきは、熱応答性のばらつき
を生じさせ、製品間の熱応答性のばらつきを生じさせる原因となっていた。
【０００８】
　また、図示しないが、耐熱性フィルムの代わりに粘着剤が塗布された耐熱フィルムに感
熱素子を粘着剤によって圧着固定した非接触形温度センサも周知であるが、感熱素子を圧
着固定する作業は感熱素子の位置精度に欠け、また長期間使用していると加熱ローラから
放射される熱により耐熱性フィルムに塗布された粘着剤の粘着力が低下し、感熱素子が耐
熱フィルムから剥離して精度良く温度を検知することが出来なくなることもあった。
【０００９】
　また、加熱ローラの周囲を取り巻く空気は加熱ローラによって暖められるが、加熱ロー
ラによって暖められた空気は対流となり上昇するが、従来の非接触形温度センサの構造で
は、加熱ローラによって暖められた空気は耐熱フィルムで遮断される。
【００１０】
　一方で加熱ローラと対面している耐熱フィルム面と反対側の耐熱フィルム面側は比較的
温度の低い大気に曝されており、加熱ローラ側の耐熱フィルム面周囲の温度と加熱ローラ
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の耐熱フィルム面と反対側の耐熱フィルム面周囲の温度に差が生じ、感熱素子は加熱ロー
ラによって暖められた空気の温度と加熱ローラの耐熱フィルム面と反対側の耐熱フィルム
面周囲の温度とを同時に検知してしまい温度検知精度が悪くなる原因となっていた。
【００１１】
　本発明は、上記の課題に鑑みなされたものであり、温度検知精度に優れ、熱応答特性が
良好で、さらに感熱素子と加熱ローラとの位置精度に優れているので取り付けが容易な非
接触形温度センサを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、上記した課題を達成するためになされたものであり、請求項１の発明は、感
熱素子と、前記感熱素子と電気的に接続された一対の細幅金属板と、前記一対の細幅金属
板を保持する環状の保持体とからなり、前記感熱素子が、前記細幅金属板により前記環状
の保持体の開口部内の空間に保持される非接触形温度センサである。
【００１３】
　また、請求項２の発明は、前記感熱素子が、感熱部と前記感熱部から電気的に接続され
た接続端子とから構成され、前記接続端子と前記一対の細幅金属板とが電気的に架橋状に
接続されたことを特徴とする請求項１に記載の非接触形温度センサである。
【００１４】
　また、請求項３の発明は、前記細幅金属板の先端には環状部が形成され、該環状部に電
気的に前記接続端子が架橋状に接続されたことを特徴とする請求項１乃至２に記載の非接
触形温度センサである。細幅金属板の先端には熱抵抗を大きくするための環状部が形成さ
れ、該環状部に前記接続端子が架橋状に接続されている。
【００１５】
　また、請求項４の発明は、前記環状部が、略扁平していることを特徴とする請求項１乃
至３に記載の非接触形温度センサである。
【００１６】
　また、請求項５の発明は、前記環状の保持体の開口部に耐熱フィルムが配設され、前記
耐熱フィルムに通気孔が設けられ、前記耐熱フィルムの通気孔に前記感熱素子が当設する
ように前記耐熱フィルムが前記保持体に貼着されていることを特徴とする請求項１乃至４
に記載の非接触形温度センサである。
【発明の効果】
【００１７】
　上述したように、本発明の非接触形温度センサは、感熱素子と、該感熱素子と電気的に
接続された一対の細幅金属板と、該一対の細幅金属板を保持する環状の保持体とからなり
、感熱素子が、細幅金属板により環状の保持体の開口部内の空間に保持されるので、加熱
ローラなどの被検知体によって暖められた空気が感熱素子の周囲を通り抜けるため加熱ロ
ーラなどの被検知体の温度を精度良く検知することが出来る。
【００１８】
　また、本発明の非接触形温度センサは、感熱素子が、感熱部と前記感熱部から電気的に
接続された接続端子とから構成され、前記接続端子と前記一対の細幅金属板とが電気的に
架橋状に接続されており、耐熱フィルム等を使用していないので、耐熱フィルムに接着剤
等で感熱素子を固定する従来の非接触形温度センサの接着剤塗布ばらつきが原因となって
いた熱応答性ばらつきの問題を解消することが出来る。
【００１９】
　更に、感熱素子が、感熱部と前記感熱部から電気的に接続された接続端子とから構成さ
れ、前記接続端子と前記一対の細幅金属板とが電気的に架橋状に接続されているので、感
熱素子が加熱ローラなどの被検知体に対して位置精度良く配置でき、加熱ローラなどの被
検知体の温度を精度良く検知することが出来る。
【００２０】
　また、本発明の非接触形温度センサは、細幅金属板の先端には熱抵抗を大きくするため
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の環状部が形成され、該環状部に前記接続端子が架橋状に接続されているので、感熱素子
は、加熱ローラなどの被検知体からの熱を吸収した後、環状部によって放熱を抑えること
ができるため、加熱ローラなどの被検知体の温度を精度良く検知することが出来る。
【００２１】
　また、本発明の非接触形温度センサは、前記環状部が熱抵抗を大きくするために略扁平
にしているので、感熱素子は、略扁平された環状部によって加熱ローラなどの被検知体か
らの熱を吸収した後、略扁平された環状部によって放熱を抑えることができるため、加熱
ローラなどの被検知体の温度を精度良く検知することが出来る。
【００２２】
　また、本発明の非接触形温度センサは、耐熱フィルムには通気孔が設けられ、前記耐熱
フィルムの通気孔に前記感熱素子が当設するように前記耐熱フィルムが前記保持体に貼着
されているので、電気絶縁を要求されるユーザーの要求に対応することができ、尚且つ加
熱ローラなどの被検知体によって暖められた空気が通気孔により感熱素子の周囲を通り抜
けるので加熱ローラなどの被検知体の温度を精度良く検知することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の一実施形態である非接触形温度センサを示す図である。
【図２】図１に示した感熱素子の取り付け状態を示す部分拡大図である。
【図３】図１に示した感熱素子として薄膜サーミスタを用いた場合の感熱素子の取り付け
状態を示す斜視図である。
【図４】図１に示す非接触形温度センサの製造途中の工程をしめす説明図である。
【図５】図１に示した非接触形温度センサの実施形態における検知温度精度を示す説明図
である。
【図６】図５に示した非接触形温度センサの実施形態における検知温度精度の比較例を示
す説明図である。
【図７】図１に示した非接触形温度センサの変形例を示す図であ
【図８】従来の非接触形温度センサを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本発明の実施形態に係わる非接触形温度センサについて、図面を参照して説明する。
【００２５】
　図１は、本発明の一実施形態である非接触形温度センサを示す図であり、（ａ）は、非
接触形温度センサの平面図であり、（ｂ）非接触形温度センサの側面図であり、（ｃ）は
、非接触形温度センサの裏面図である。なお、この非接触形温度センサは、例えば、画像
形成装置の定着装置の加熱ローラのユニット等に取り付けられる。
【００２６】
　図１に示すように、本発明の一実施形態である非接触形温度センサＳ１は、環状の保持
体２７と、その環状の保持体２７に保持された一対の細幅金属板２３Ａ、２３Ｂと、その
一対の細幅金属板２３Ａ、２３Ｂによって保持された感熱素子２９とから構成されている
。
【００２７】
　その環状の保持体２７は、絶縁性樹脂材料等によりほぼ長方形に形成され、その中央に
縦長の開口部２７ａを有している。そして、一対の細幅金属板２３Ａ、２３Ｂは、保持体
２７の対向した両側部２７ｃ、２７ｄに、その長手方向に沿うように保持された接続部２
３Ａａ、２３Ｂａを有している。そして、その接続部２３Ａａ、２３Ｂａには、保持体２
７の両側部２７ｃ、２７ｄより、保持体２７の開口部２７ａへそれぞれ互いに対向するよ
うに延びる略扁平した長穴状の環状部２３Ａｂ、２３Ｂｂが接続されている。なお、細幅
金属板２３Ａ、２３Ｂの接続部２３Ａａ、２３Ｂａの下部は、保持体２７の下部２７ｂに
埋設されている。
【００２８】
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　そして、細幅金属板２３Ａ、２３Ｂの環状部２３Ａｂと環状部２３Ｂｂとの間に、感熱
素子２９が、開口部２７ａ内の空間に保持されるように電気的に接続され、細幅金属板２
３Ａおよび細幅金属板２３Ｂが感熱素子２９のリード線の役割を果たしている。
【００２９】
　ここで、細幅金属板２３Ａ、２３Ｂの環状部２３Ａｂと環状部２３Ｂｂとは、それぞれ
２個所で接続部２３Ａａ、２３Ｂａに固定されるようになっている。
【００３０】
　このように、感熱素子２９が、保持体２７の開口部２７ａ内の空間に保持されるように
なっているので、定着装置等に取り付けられた場合、その加熱ローラなどの被検知体によ
って暖められた空気が感熱素子２９の周囲を通り抜けるため加熱ローラなどの被検知体の
温度を精度良く検知することが出来る。
【００３１】
　また、図１（ｃ）に示すように、保持体２７の下部２７ｂには、一対の切欠部３３Ａ、
３３Ｂと、これに連続して溝４０Ａ、４０Ｂが形成されており、この溝４０Ａ、４０Ｂに
、細幅金属板２３Ａ、２３Ｂの接続部２３Ａａ、２３Ｂａに接続された端子部３０Ａ、３
０Ｂが露出して設けられている。なお、この溝４０Ａ、４０Ｂには、端子部３０Ａ、３０
Ｂに接続された外部引出線３２Ａ、３２Ｂが挿入されて引き出される。
【００３２】
　さらに、保持体２７には、加熱ローラなどの被検知体が内蔵されたユニットに非接触形
温度センサＳ１を位置精度良く取り付けるための引掛け孔部２７ｅと突出部２７ｆとが形
成されている。この突出部２７ｆは、非接触形温度センサＳ１を固定実装する際に使用さ
れる。
【００３３】
　図２は、図１に示した感熱素子の取り付け状態を示す部分拡大図である。
【００３４】
　図２に示すように、感熱素子２９は、その両端部が、細幅金属板２３Ａ、２３Ｂの互い
に対向した環状部２３Ａｂと環状部２３Ｂｂの互いに近接した部分に、接続端子３５Ａと
接続端子３５Ｂとを介して、溶接等の方法で架橋状に接続されている。
【００３５】
　このように、細幅金属板２３Ａ、２３Ｂの環状部２３Ａｂと環状部２３Ｂｂと接続端子
３５Ａ、３５Ｂと感熱素子２９とが電気的に架橋状に接続されており、耐熱フィルム等を
使用していないので、耐熱フィルムに接着剤等で感熱素子を固定する従来の非接触形温度
センサの接着剤塗布ばらつきが原因となっていた熱応答性ばらつきの問題を解消すること
が出来る。
【００３６】
　次に、図３を参照して、感熱素子２９について説明する。図３は、感熱素子として薄膜
サーミスタを用いた場合の感熱素子の取り付け状態を示す斜視図である。
【００３７】
　図３において、薄膜サーミスタである感熱素子２９は、絶縁基板３４の一面に感熱膜３
６が形成され、感熱膜３６上にそれぞれ電極面３７Ａ、３７Ｂが形成され、電極面３７Ａ
、３７Ｂのそれぞれには、接続端子３５Ａ、３５Ｂが電気的に接続されて、さらに保護膜
３８で覆われている。
【００３８】
　この薄膜サーミスタは、厚さが１００～３００μｍ、縦１．０×横０．５ｍｍ程度のア
ルミナ等の絶縁基板３４の一面に、炭化珪素（ＳｉＣ）やマンガン，コバルト，ニッケル
等の金属酸化物からなる感熱膜３６を、スパッタリング等の公知の薄膜形成技術によって
形成され、この感熱膜３６の両端面に電極面３７Ａ、３７Ｂが形成されている。 
　そして、電極面３７Ａ、３７Ｂから導出されている接続端子３５Ａ、３５Ｂは、ステン
レスまたはコバール，ニッケル合金等の帯状の金属板を化学エッチングやプレス等の手段
で形成したリードフレームから形成されており、接続端子３５Ａ、３５Ｂと電極面３７Ａ
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、３７Ｂとの接合は、一般的に導電性ペースト３９Ａ、３９Ｂを用いて行うのが最も簡単
であるが、パラレル溶接等の公知の技術を用いてもよい。
【００３９】
　さらに、接続端子３５Ａ、３５Ｂの剥離強度を大きくするとともに、感熱膜３６を外気
から保護するために、絶縁基板３４の感熱膜側全体をガラス等の絶縁性材料でコーティン
グした保護膜３８が形成されている。
【００４０】
　なお、感熱素子２９は、上記薄膜サーミスタに限定されるものではなく、ダイオード形
サーミスタやビード形サーミスタ、チップサーミスタなどを使用してもよい。
【００４１】
　また、上記非接触形温度センサは、例えば定着装置の加熱定着ローラのユニットに取り
付ける場合、その保持体７に設けられた引掛け孔部２７ｅを加熱定着ローラのユニットの
引掛け部（不図示）に引掛け、また前記ユニットの温度センサ取付部に形成された図示し
ない孔に突出部２７ｆを嵌合して、ネジ孔２６にネジを挿通してネジ止めして固定される
。このように装着することによって、感熱素子２９と加熱ローラとのギャップが位置精度
よく保たれ、加熱定着ローラの表面温度を精度良く検出し得る。
【００４２】
　次に、上述した図１に示す非接触形温度センサＳ１の製造方法について説明する。
【００４３】
　図４は、図１に示す非接触形温度センサＳ１の製造途中の工程をしめす説明図である。
【００４４】
　図４に示すように、ステンレス、またはコバール、ニッケル合金等の帯状の金属板を化
学エッチングやプレス等の手段で形成したリードフレームＡが備えられ、このリードフレ
ームＡには、スプロケット用孔２１が一定間隔で長手方向に形成された帯状部２２と、帯
状部２２から直角方向に外部引出線を接続するための端子部３０Ａ、３０Ｂと、この端子
部３０Ａ、３０Ｂに連なる一対の細幅金属板部２３Ａ、２３Ｂの接続部２３Ａａ、２３Ｂ
ａが形成され、その接続部２３Ａａ、２３Ｂａには、略扁平した環状部２３Ａｂ、２３Ｂ
ｂが形成されている。
【００４５】
　次に、このリードフレームＡに、一対の細幅金属板部２３Ａ、２３Ｂの接続部２３Ａａ
、２３Ｂａに沿って環状部２３Ａｂ、２３Ｂｂを取り囲むように環状の保持体２７が形成
される。保持体２７は、リードフレームＡの帯状部２２から延びる端子部３０Ａ、３０Ｂ
と接続部２３Ａａ、２３Ｂａとの一部を絶縁性樹脂材料等によるインサート成形等の手段
によって樹脂成形して形成される。
【００４６】
　この非接触形温度センサＳ１では、リードフレームＡに保持体２７が樹脂成形によって
形成された後、感熱素子２９の組み込みがなされる。
【００４７】
　続いて、上記のように、リードフレームＡに保持体２７および感熱素子２９が形成され
た後、リードフレームＡの帯状部２２から保持体２７の部分が切断される。
【００４８】
　さらに、図１に示したように、外部引出線３２Ａ、３２Ｂは、保持体２７に形成した溝
４０Ａ、４０Ｂに挿入され、端子部３０Ａ、３０Ｂと外部引出線３２Ａ、３２Ｂとを溶接
または半田付け等の方法によって電気的に接続固定する。
【００４９】
　そして、端子部３０Ａ、３０Ｂと外部引出線３２Ａ、３２Ｂとの接続強度を増すために
外部引出線３２Ａ、３２Ｂを接続した後、必要に応じて、溝４０Ａ、４０Ｂの部分に樹脂
を注入硬化してもよい。このようにして、図１の非接触形温度センサが形成される。
【００５０】
　このように、リードフレームＡの状態で保持体２７をまとめて樹脂成形することで、従
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来の単品毎の成形、加工に比べ著しく作業性が向上するばかりでなく、リードフレームＡ
の加工精度が向上するので、寸法のバラツキによる不良品の発生率を減少させることがで
きる。
【００５１】
　次に、図１に示した非接触形温度センサＳ１の検知温度精度の実験結果について、図５
および図６を参照して説明する。
【００５２】
　図５は、図１に示した非接触形温度センサＳ１の実施形態における検知温度精度を示す
説明図であり、（ａ）は、使用される非接触形温度センサの外観を示す平面図（図１（ｃ
）と同じ図）であり、（ｂ）は、（ａ）に示した非接触形温度センサの使用状況を示す図
であり、（ｃ）は、（ａ）に示した非接触形温度センサを使用した場合の温度特性を示す
グラフ図である。
【００５３】
　図６は、図５に示した非接触形温度センサの実施形態における検知温度精度の比較例を
示す説明図であり、（ａ）は、使用される非接触形温度センサの外観を示す平面図であり
、（ｂ）は、（ａ）に示した非接触形温度センサの使用状況を示す図であり、（ｃ）は、
（ａ）に示した非接触形温度センサを使用した場合の温度特性を示すグラフ図である。
【００５４】
　なお、図６（ａ）に示した非接触形温度センサは、本発明の非接触形温度センサの実施
形態における検知温度精度と比較するためのもので、図１に示した非接触形温度センサの
実施形態における保持体２７の開口部２７ａに感熱素子２９を覆うように耐熱フィルム４
５を設けたものである。
【００５５】
　図５（ｂ）に示すように、加熱ヒータＨを内蔵する加熱ローラＲに、距離（ギャップ）
Ｇを離して非接触形温度センサＳ１が設け、その非接触形温度センサＳ１の感熱素子２９
の下方の加熱ローラＲの表面に接触して熱電対Ｋを設けた。
【００５６】
　なお、非接触形温度センサＳ１と加熱ローラＲの表面との距離（ギャップ）Ｇは調整で
きるようにし、尚且つ加熱ヒータＨの中心線から非接触形温度センサＳ１の感熱素子２９
の位置ずれも調整できるようにした。
【００５７】
　そして、加熱ヒータＨは、非接触形温度センサＳ１が１６０℃を下回る温度を検知した
時に通電、非接触形温度センサＳ１が１６０℃を上回る温度で検知した時に通電を遮断す
るようにマイコン制御される。
【００５８】
　次に、図６（ａ）に示すように、比較例として、上記非接触形温度センサＳ１の感熱素
子２９を含む環状部２３Ａｂ、２３Ｂｂを覆うように、耐熱フィルム４５を保持体２７に
貼着した比較用の非接触形温度センサＳ２を試作した。
【００５９】
　そして、図６（ｂ）に示すように、加熱ヒータＨを内蔵する加熱ローラＲに、距離（ギ
ャップ）Ｇを離して比較用の非接触形温度センサＳ２を設け、その非接触形温度センサＳ
２の感熱素子２９の下方の加熱ローラＲの表面に接触して熱電対Ｋを設けた。
【００６０】
　なお、比較用の非接触形温度センサＳ２と加熱ローラＲの表面との距離（ギャップ）Ｇ
は調整できるようにし、尚且つ加熱ヒータＨの中心線から非接触形温度センサＳ２の感熱
素子２９の位置ずれも調整できるようにした。
【００６１】
　そして、加熱ヒータＨは、非接触形温度センサＳ２が１６０℃を下回る温度を検知した
時に通電、非接触形温度センサＳ２が１６０℃を上回る温度で検知した時に通電を遮断す
るようにマイコン制御される。
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【００６２】
　以上のような状況で、図５（ｃ）に示すようにギャップＧが０．２５ｍｍのときには非
接触形温度センサＳ１の温度１６０℃に対して熱電対Ｋで計測された加熱ローラＲの表面
温度は１６５℃であった。
【００６３】
　これに対し、図６（ｃ）に示すようにギャップＧが０．２５ｍｍのときには比較用の非
接触形温度センサＳ２の温度１６０℃に対して熱電対Ｋで計測された加熱ローラＲの表面
温度は１７１℃であった。
【００６４】
　これにより、本発明の実施形態による非接触形温度センサＳ１は、比較用の非接触形温
度センサＳ２と比較して６℃も加熱ローラＲの表面温度を精度良く検知できたことが判る
。
【００６５】
　また、図５（ｃ）に示すようにギャップＧが０．７５ｍｍのときには非接触形温度セン
サＳ１の温度１６０℃に対して熱電対Ｋで計測された加熱ローラＲの表面温度は１７３℃
であった。
【００６６】
　これに対し、図６（ｃ）に示すようにギャップＧが０．７５ｍｍのときには比較用の非
接触形温度センサＳ２の温度１６０℃に対して熱電対Ｋで計測された加熱ローラＲの表面
温度は１８７℃であった。
【００６７】
　これにより、本発明の実施形態による非接触形温度センサＳ１は、比較用非接触形温度
センサＳ２と比較して１４℃も加熱ローラＲの表面温度を精度良く検知できたことが判る
。
【００６８】
　なお、ギャップＧを１．２５ｍｍ、１．７５ｍｍに設定して同様に非接触形温度センサ
Ｓ１、Ｓ２の検知温度１６０℃に対する加熱ローラＲの表面温度を測定したが、本発明の
実施形態による非接触形温度センサＳ１の検知精度が比較用の非接触形温度センサＳ２の
検知精度よりも格段に優れて検知出来た。なお、加熱ヒータＲの中心線から非接触形温度
センサＳ１の感熱素子２９を±１ｍｍずらして温度を検知したが、感熱素子２９の位置ず
れに対し温度ずれは殆ど無かった。
【００６９】
　以上の実験結果より、感熱素子２９の周囲を耐熱フィルム４５で遮蔽した非接触形温度
センサＳ２では、加熱ローラＲによって暖められた上昇空気を遮断することになり、加熱
ローラＲ側の耐熱フィルム４５の周囲の温度と、加熱ローラＲ側の面と反対側の耐熱フィ
ルム４５の周囲の大気温度との間に差ができ、精度良く温度を検知することが困難である
ことが分かった。
【００７０】
　すなわち、本発明の実施形態による非接触形温度センサＳ１は、感熱素子２９の周囲に
加熱ローラＲ周囲の暖められた空気を通過させるように開口部２７ａを設けた構造である
ので温度精度良く検知することが出来ることが判る。
【００７１】
　次に、図１に示した非接触形温度センサＳ１の変形例について、図７を参照して説明す
る。
【００７２】
　図７は、図１に示した非接触形温度センサＳ１の変形例を示す図であり、（ａ）は、非
接触形温度センサの平面図であり、（ｂ）非接触形温度センサの側面図であり、（ｃ）は
、非接触形温度センサの裏面図である。
【００７３】
　この変形例は、細幅金属板２３Ａ、２３Ｂおよび環状部２３Ａｂ、２３Ｂｂの露出面の
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電気的絶縁が要求される場合や塵等が発生する環境下で使用する場合を考慮して、図７に
示すように、感熱素子２９を含む環状部２３Ａｂ、２３Ｂｂを覆うように、絶縁シート４
６を保持体２７に貼着し、その絶縁シート４６に、感熱素子２９の周囲に加熱ローラによ
って暖められた空気を通過させるための複数（２つ）の通気孔４６ａを設けたものである
。他の構成は、図１に示した非接触形温度センサＳ１と同様である。
【００７４】
　この変形例によっても、図１に示した実施形態と同様な効果を得ることができると共に
、細幅金属板２３Ａ、２３Ｂおよび環状部２３Ａｂ、２３Ｂｂの露出面の電気的絶縁を得
ることができ、塵等が発生する環境下で使用する場合でも、それによる悪影響を排除する
ことができる。
【符号の説明】
【００７５】
３…保持体、４…開口部、５…耐熱性フィルム、６…枠体、７…感熱素子、
８…リード線、９…外部引出線、２１…スプロケット用孔、２２…帯状部、
２３Ａ、２３Ｂ…細幅金属板、２３Ａａ、２３Ｂａ…接続部、
２３Ａｂ、２３Ｂｂ…環状部、２６…ネジ孔、２７…保持体、２７ａ…開口部、
２７ｂ…下部、２７ｅ…孔部、２７ｃ…両側部、２７ｆ…突出部、２９…感熱素子、
３０Ａ、３０Ｂ…端子部、３２Ａ、３２Ｂ…外部引出線、３３Ａ、３３Ｂ…切欠部、
３５Ａ、３５Ｂ…接続端子、３４…絶縁基板、３６…感熱膜、３７Ａ、３７Ｂ…電極面、
３８…保護膜、３９Ａ、３９Ｂ…導電性ペースト、４５…耐熱フィルム、
４６…絶縁シート、４６ａ、４６ｂ…通気孔、
Ａ…リードフレーム、Ｇ…ギャップ、Ｈ…加熱ヒータ、Ｋ…熱電対、Ｒ…加熱ローラ、
Ｓ１…非接触形温度センサ、Ｓ２…比較用非接触形温度センサ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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